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产品详情

章 引线框架产品概述1.1 引线框架概述1.1.1 定义1.1.2 引线框架在半导体封装中的应用1.1.3
引线框架产品形态1.1.4 引线框架产品特性与各功能结构1.2 引线框架的发展历程1.2.1
引线框架随着半导体封装技术发展而得到发展1.2.2 当今及未来引线框架技术发展路线图1.2.3
引线框架主流铜带材料的转变1.3 引线框架在半导体产业发展中的重要地位1.3.1
引线框架是适合半导体键合内引线连接的关键结构材料1.3.2
引线框架在半导体封装中所担负的重要功效1.3.3
引线框架在半导体封装的性能提高、成本控制上发挥着重要作用 第二章
引线框架产品品种、分类及性能要求2.1 引线框架主流产品品种的演变2.2 引线框架的品种分类2.2.1
按照材料组成成分分类2.2.2 按照生产工艺方式分类2.2.3 按材料性能分类2.2.4
按照使用的不同器件类别分类2.3 引线框架材料的性能要求2.3.1 对引线框架材料的性能要求2.3.2
封装工艺对引线框架的性能要求2.4 引线框架的国内外相关标准2.4.1 国内相关标准2.4.2
国外相关标准 第三章 引线框架的生产制造技术现况3.1 引线框架成形加工两类工艺方式3.2
冲制法生产引线框架3.2.1 冲制法生产引线框架的工艺特点3.2.2 冲制法的关键技术3.3
蚀刻法生产引线框架3.3.1 蚀刻法生产引线框架的工艺原理及过程3.3.2 与冲制法相比的优点3.4
引线框架表面电镀处理3.4.1 引线框架表面电镀层的作用与特点3.4.2
引线框架电镀的工艺流程及工艺条件3.4.3 引线框架表面电镀加工生产线的类别3.4.4
引线框架表面电镀加工工艺的发展3.4.5 局部点镀技术3.4.6 SN系无铅可焊性镀层3.4.7
PPF引线框架技术3.4.8 国内厂家开发高性能引线框架的电镀技术创新例 第四章
世界引线框架市场需求现状与分析4.1 世界引线框架市场规模4.2 世界引线框架产品结构的变化4.3
世界引线框架市场格局4.4 世界引线框架市场发展及预测4.4.1 世界半导体产业发展现况4.4.2
世界封测产业及市场现况4.4.3 世界引线框市场发展前景 第五章 世界引线框架生产现况5.1
世界引线框架生产总况5.2 世界引线框架主要生产企业的市场份额情况5.3
世界引线框架主要生产企业的情况5.3.1 住友金属矿山公司5.3.2 日本三井高科技股份公司5.3.3
台湾顺德工业股份公司5.3.4 日本新光电气工业公司5.3.5 日本日立高新技术有限公司5.3.6
大日本印刷公司5.3.7 DIC5.3.8 韩国丰山集团5.3.9 宁波康强电子股份有限公司5.3.10
先进半导体物料科技有限公司 第六章 我国国内引线框架市场需求现状6.1
我国国内引线框架市场需求总述6.1.1 国内引线框架市场规模6.1.2 国内引线框架市场总体发展趋势6.1.3
国内引线框架市场的品种结构6.2 国内引线框架的集成电路封装市场情况及发展6.2.1



我国集成电路产业发展现况与展望6.2.2 国内引线框架重要市场之——集成电路封装产业现况及发展6.3
国内引线框架的分立器件市场情况及发展6.3.1 国内分立器件产销情况6.3.2 国内分立器件的市场情况6.3.3
国内分立器件封装行业现况6.4 国内引线框架的LED封装市场情况及发展6.4.1
引线框架的LED封装上的应用6.4.2 国内LED封装用引线框架行业情况6.4.3
国内LED封装产业发展现况与展望 第七章 我国国内引线框架行业及主要企业现况7.1
国内引线框架产销情况7.2国内引线框架生产企业总况7.3
近几年在国内引线框架企业的投建或扩产情况7.4 当前国内引线框架行业发展的特点与存在问题7.5
国内引线框架主要生产企业情况7.5.1 深圳先进微电子科技有限公司7.5.2
泰州友润电子科技股份有限公司7.5.5 宁波康强电子股份有限公司7.5.4 铜陵丰山三佳微电子有限公司7.5.5
三井高科技（上海）有限公司7.5.6 中山复盛机电有限公司7.5.7 厦门永红科技有限公司7.5.8
无锡华晶利达电子有限公司7.5.9 广州丰江微电子有限公司7.5.10
济南晶恒山田电子精密科技有限公司 第八章引线框架材料市场及其生产现况8.1
国内外引线框架制造业对铜带材料的性能需求8.1.1 对引线框架材料的主要性能要求8.1.2
引线框架材料市场在品种需求上的四个阶段的发展变化8.2 引线框架材料的品种、规格及基本特性8.2.1
引线框架材料的品种8.2.2 引线框架制造中常用的铜合金材料品种8.3
引线框架业对铜合金材料品种需求市场的情况8.4 引线框架业对铜合金材料需求量的情况 第九章
国内外引线框架用铜合金带材生产技术发展及主要生产厂家9.1 高性能引线框架铜合金材料生产技术9.1.1
铜合金的熔铸技术9.1.2 铜带的加工技术9.2 高性能引线框架铜合金材料生产工艺与设备条件9.2.1
工艺技术方面9.2.2 设备条件9.2.3 国外工业发达国家工艺技术与装备情况9.2.4
C19400的工艺过程与技术环节要点9.2.5 获得高强度高导电铜合金的工艺途径9.3
国外引线框架用铜带的主要生产厂商情况9.4 国内引线框架用铜带的主要生产厂商情况9.4.1
我国铜及铜合金板带材的生产与需求情况9.4.2 我国引线框架用铜合金带材技术开发的情况9.4.3
我国引线框架用铜合金带材生产总况9.4.4 我国引线框架用铜合金带材主要生产厂情况 第十章
关于金属层状复合材料在引线框架领域应用前景的调查与分析10.1
金属层状复合带材及其在国内的研发情况10.2
金属层状复合材料的引线框架领域应用前景的调查与分析10.2.1
金属层状复合材料在引线框架领域应用的可行性10.2.2 对国外同类产品及其应用的调查10.2.3
对金属层状复合材料的引线框架领域应用前景调查10.2.4
对金属层状复合材料的引线框架领域市场情况的分析
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